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Abstract of DE4323698 

The invention relates to a device for stabilising thin and therefore flexible printed circuit boards, in order 
to allow chemical and/or electrolytic treatment in vertically operating electroplating systems such that 
the said printed circuit board can be handled as an intrinsically rigid plate. 

The device consists of a stabilisation frame with three-sided U-shaped profile and a closure strip on the 
fourth side. The printed circuit board is fitted loose into the stabilisation frame and fixed thereto on only 
one side. The unfixed sides make it possible for the printed circuit board to flex in the loose guides 
when forces act on it so that it is not damaged. 
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Prufungsantrag gem. § 4ft PatG ist gestellt 

(54) Vorrichtung zum Stabilisieren von Leiterpiatten 

@ Die Erfindung betrifft jeine Vorrichtung zum Stabilisieren 
von dunnen und somit iflexibien Leiterplatten, um eine 
chemische und/oder elektrblytische Behandlung in vertikai 
arbeitenden Gaivanoanlagen derart zu ermogiichen, daS 
diese Leiterplatte wle eine in sich starre Platte gehandhabt 
werden kann. 

Die Vorrichtung besteht aus einem Stabilisierungsrahmen 
mit dreiseitig u-formigem jProfi) und einer Abschlufileiste an 
der vierten Seite. Die Leiterplatte wird lose in den Stabilisie- 
rungsrahmen eingeschoben und an nur einer Seite daran 
befestigt. Die unbefestigten Seiten ermogiichen es der 
Leiterplatte, bei Kraften ' die auf sie einwirken, in den losen 
Fuhrungen so auszuweichen, daB sie nicht beschadigt wird. 
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Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Stabilisie- 
rung von diinnen Leiterplatten wahrend der chemischen 
und elektrolytischen Behandlung in Galvanoanlagen. 

In vertikal arbeitenden Galvanoanlagen werden die 
Leiterplatten an Warentragern befestigt Hierfiir setzt 
man zunehmend automatische Beschickungseinrichtun- 
gen ein. Die Warentrager werden zusammen mit den 
Leiterplatten in die Behandlungsbader transportiert 
Dort werden die Leiterplatten eingetaucht und mit dem 
Warentrager abgelegt 

Zur Befestigung der Leiterplatten am Warentrager 
sind verschiedene Methoden bekannt Grofle Leiter- 
platten werden mittels am Warentrager befestigter 
Klammern, die am oberen Rand die Leiterplatte ergrei- 
fen, befestigt Fur kleinerej Leiterplatten werden elek- 
trisch leitfahige Gestelle am Warentrager angebracht 

An den Gestellen werden. die einzelnen Leiterplatten 
befestigt Dies geschieht z. B. durch Klammern, Ver- 
schrauben, Einspannen oder Aufhangen. Diese Metho- 
den werden problematischi wenn die Dicke der zu be- 
handelnden Leiterplatten unter 1 Millimeter ist Die In- 
neniagen von Multilayern, die eine Dicke bis herab zu 
0,1 mm haben, sowie Flexschaltungen sind mit den be* 
kannten Befestigungsartemnicht problemlos herstellbar. 
Beim Eintauchen und auch wahrend der Behandlung mit 
einer zusatzlichen Warenbewegung weicheh dunne Lei- 
terplatten aus ihrer senkrechten Lage aus. Beschadigun- 
gen oder eine sehr schlechte Schichtdickenverteilung 30 
sind die Folge. 

Auch die bekannten unteren Fuhrungen und Blenden 
eines Galvanobades, in die groBe Leiterplatten einfah- 
ren, konnen dunne und somit sehr flexible Leiterplatten 
nicht festhalten. Auch das Einspannen zwischen zwei 35 
Gestellen lost das Problem nicht Die Krafte, die auf die 
groBe Flache einer Leiterplatte wirken, lockern die diin- 
nen Leiterplatten. Hier sind auch Beschadigungen der 
Leiterplatten selbst nicht auszuschlieBen. Gleiche Pro- 
bleme hat auch das Einspannen einer diinnen Leiterplat- 40 
te in einen vollstandigen fbrmstabilen Rahmen. Die Be- 
festigung und Kontaktienung der Leiterplatte in dem 
Rahmen erfolgt ublicherweise durch mehrere Schrau- 
ben, die am Umfang verteilt sind. Die Krafte, die auf die 
so gehaltene Platte durch den bewegten Elektrolyt, z. B. 45 
durch Stromungen oder eine horizontale Warenbewe- 
gung auf die Platte einwirken, sind so groB, daB die gut 
verschraubte Platte gedehnt wird und somit ihre MaB- 
haltigkeit verliert Beschadigungen an den SQhraubstel- 
len sind ebenfalls nicht auszuschlieBen. Als nachteilig 50 
erweisen sich auch die Schrauben selbst, die in die Ka- 
thoden-Anodenstrecke hineinreichen und somit als 
Blenden wirken, d. h. Schichtdickenverteilungsfehler im 
Randbereich der Leiterplatten verursachen. 

In der Patentschrift DE 30 27 751 wird ein nichtleiten- 
der Rahmen ftir zu galvanisierende Substrate beschrie- 
ben, der die Galvanisierfehler im Randbereich vermei- 
den soil Die Substrate werden abweichend von der Lei- 
terplattentechnik nur einseitig galvanisiert Der Rah- 
men nimmt zwei Rucken an Rucken gestellte Substrate 
auf. Jede Rahmenseite ist mit einer fest angeschraubten, 
exakt auf die zu galvanisierende Ware abgestimmten 
Blende versehen. Dadurch bleibt die Lage von Blende 
und Substrat zueinander unveranderlich. Die beim Gal- 
vanisieren immer auftretenden Randprobleme werden 
somit gleichbleibend korrigiert 

Die Substrate stiitzen sich an einer Oberflache allsei- 
tig an einem Anschlag. Oben werden sie durch Klauen, 
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die auch zur Stromubertragung dienen, und unten durch 
Stifte fixiert Seitliche Fuhrungen fehlen in einer Rich- 
tung. Weil die seitlichen Fixierungen fehlen und weil 
mehrere Substrate nebeneinander vollig ohne seitliche . 
Fixierung von einem Rahmen aufgenommen werden 
konnen, mussen die Glassubstrate in sich stabil, d. h. so 
dick sein, daB die oben beschriebenen Auslenkungspro- 
bleme nicht auftreten konnen. Dies bedeutet zugleich, 
daB diese Vorrichtung zur Galvanisierung von diinnen 
Leiterplatten vollig ungeeignet ist Die Anschlage und 
Fixierstifte dienen allein dazu, die genaue Lage der Sub- 
strate zu den am Rahmen angeschraubten Blenden si- 
cherzustellen. 

Bei alien Gaivanisiervorrichtungen ist es auch sehr 
wichtig, daB sie nur wenig Elektrolyt von Bad zu Bad 
verschleppen. Die Vorrichtung nach der Druckschrift 
DE 30 27 751 erfullt die Forderung nach geringer Ver- 
schleppung nicht 

Aufgabe der Erfindung ist es, dunne und somit sehr 
flexible Leiterplatten so zu stabilisieren, daB sie einer- 
seits den in den Badern auf sie wirkenden Kraften stand- 
halten, ohne dabei beschadigt zu werden, daB sie ohne 
Schichtdickenfehler galvanisiert werden konnen und 
daB sie andererseits wie starre Leiterplatten gehand- 
habt werden konnen, d. h. daB die an und in Galvanoan- 
lagen vorhandenen Einrichtungen wie eine automati- 
sche Beschickungs- und Entleerungseinrichtung sowie 
die Fuhrungen und Blenden in den Badern verwendbar 
sind 

Gelost wird die Aufgabe gemaB der Lehre der Pa- 
tentanspruche, insbesondere durch einen Stabilisie- 
rungsrahmen mit dreiseitig u-formigem Profil und einer 
unprofilierten AbschluBleiste an der vierten Seite. Die 
dunne Leiterplatte wird in das U-Profil eingeschoben 
und dort lose gefiihrt Nur an der vierten Seite wird die 
Leiterplatte zusammen mit der AbschluBleiste von 
Klammern gegriffen und somit fixiert Die dreiseitig ge- 
fuhrte und nur an einer Seite befestigte Leiterplatte 
widersteht uberraschend gut alien auf die Flache einwir- 
kenden Kraften, selbst wenn die Platte nur 0,1 mm dick 
ist Durch die dreiseitigen Freiheitsgrade sind auch die 
Beschadigungen der diinnen Leiterplatten ausgeschlos- 
sen, die bei mehrseitiger Befestigung auftreten. Der Sta- 
bilisierungsrahmen hat so geringe Abmessungen in der 
Bauhohe, daB die Einheit von diinnen Leiterplatten und 
Stabilisiernngsrahmen wie eine starre Leiterplatte ge- 
handhabt werden kanm Das lose Einschieben der Lei- 
terplatte in den Stabilisiernngsrahmen ist einfach zu au- 
tomatisieren, weil Verschraubungen oder andere Befe- 
stigungen entfallen. 

Die elektrische Kontaktierung der Leiterplatte er- 
folgt vorzugsweise uber Klammern. Weil weitere Befe- 
stigungsmittel nicht erforderlich sind, entfallt auch die 
Abblendwirkung von derartigen Teilen. Der Stabilisie- 
rungsrahmen kann aus Metall oder Kunststoff bestehen. 
Der metallische Rahmen aus z. B. Titan oder Edelstahl 
muB von Zeit zu Zeit entmetallisiert werden. Wird der 
metallische Stabilisierungsrahmen mit Kunststoff be- 
schichtet, so entfallt das Entmetallisieren. 

Zur Vermeidung von Elektrolytverschleppungen von 
Bad zu Bad befinden sich mindestens im unteren U- Pro- 
fil an der Unterseite eine groBere Anzahl von L6chern, 
urn ein ungehindertes AbflieBen von Elektrolyt und 
Spulflussigkeit zu gewahrleisten. Aus diesem Grunde ist 
das untere U-Profil auch seitlich geoffnet Alle Profile 
konnen zusatzlich seitlich so gelocht sein, daB die Spul- 
flussigkeit leichter in den Bereich zwischen Leiterplatte 
und Stabilisierungsrahmen gelangen und auch wieder 
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austreten kann. 

Die Klamrnerung von Stabilisierungsrahmen und ein- 
geschobener Leiterplatte erfolgt so wie bei einer star- 
ren Leiterplatte an der Oberseite direkt vorn Warentra- 
ger aus oder an einer Seite von einem am Warentrager 5 
befestigten Gestell. An Stelle von Klammern konnen 
auch andere Befestigungsmethoden verwendet werden, 
die geeignet sind/ eine Leiterplatte an einer Seite zu 
halten. Als Beispiel soil hier die Klemmbefestigung er- 
wahnt werden. 10 

Die Erfindung wird anhand der nachfolgenden Figu- 
ren naher erlautert ■ 

Fig. 1 zeigt einen bekannten Rahmen mit daran befe- 
stigter Leiterplatte in Vorderansicht und Seitenansicht 
im Schnitt, 15 

Fig. 2 zeigt den Stabilisierungsrahmen gemafi der Er- 
findung in drei Ansichten, 

Fig, 3 zeigt den Stabilisierungsrahmen mit eingescho- t 
bener Leiterplatte und Klammern zur Befestigung, 

Fig. 4 zeigt Ausschnitte der Fig. 3 in vergroflerter 20 
Darstellung. 

In Fig. 1 ist ein bekannter Rahmen zur Befestigung 
von dunnen Leiterplatten, die galvanisiert werden sol- 
- , len, im Prinzip dargestellt Am Warentrager 1 der Gal- 

vanoanlage ist mindestens ein fonnstabiler Rahmen 2 25 
befestigt Am Rahmen 2 1 wird die Leiterplatte 3 befe- 
stigt Oblicherweise geschieht dies durch am Umfang 
verteilte Schrauben 4. Besteht der Rahmen 2 aus einem 
Isoliermaterial, so muB die Leiterplatte zusatzlich kon- 
taktiert werden. Mit dem Pfeil 5 soil eine Warenbewe- 30 
gungseinrichtung angedeutet werden. Wahrend dieser 
Bewegung im Elektrolyten treten Krafte auf die Leiter- 
platte auf, deren Richtung mit den Pfeilen 6 angedeutet 
wird. Diese Krafte verursachen wiederum Zugkrafte in 
der Leiterplatte, die in Richtung der Pf cilc 7 wirken. 35 

Sie konnen die Leiterplatte so strecken, daB sie die 
Mafihaltigkeit verliert Dies:wird mit dem erfindungsge- 
maBen Stabilisierungsrahmen, der keine derartigen 
Spannkrafte an der Leiterplatte aufkbmmen laBt, sicher 
vermieden. 40 

Fig. 2 zeigt den Stabilisierungsrahmen 8 in drei An- 
sichten ohne Leiterplatte. Er besteht an drei Seiten aus 
u-formigen Fiihrungen 9 sowie einer AbschluBleiste 10. 
Die untere Fiihrung 9 ist am Boden mit Lochern 11 
versehen, durch die die Badflussigkeit ausflieBen kann. 45 
Die Offnung 13 in der unteren Fiihrung dient ebenfails 
zur Fliissigkeitsabfuhr, Wird die Leiterplatte an einem 
Gestell befestigt, so ist die Ariordnung ublicherweise um 
90° gedreht Die AbschluBleiste steht dann senkrecht. In 
diesem Falle sind die entsprechenden Bohrungen 11 und 50 
die Offnungen 13 wieder in der dann unteren u-formi- 
gen Fiihrung anzubringen. 

Alle drei seitlichen Fiihrungen 9 sind mit diirchgehen- 
den Bohrungen 12 versehen, durch die eine gute Spii- 
lung gewahrleistet wird. 55 

Die u-formigen Fiihrungen haben nur eine vernal tnis- 
maBig geringe Randhdhe 14. In der Praxis haben sich 
10 mm fur Leiterplatten mit einer Dicke von 0,1 mm als 
ausreichend hoch erwiesen. Dies bedeutet, daB mit der 
erfindungsgemaBen Vorrichtung auch nur ein kleiner 60 
Galvanorand auf der Leiterplatte erforderlich ist, nicht 
zuletzt auch deshalb, weil durch den flachen Stabilisie- 
rungsrahmen schadliche Abblendungen im Randbereich 
vollkommen f ehlen. 

Die Fig. 3 zeigt den Stabilisierungsrahmen 8 mit ein- 55 
geschobener Leiterplatte 15. Die Leiterplatte bendtigt 
keine zusatzlichen Befestigungslocher. Sie wird nur an 
der oberen AbschluBleiste 10 befestigt. Hier in Form 
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von Klammern 16. Der KJammerbereich 17 und der 
untere Randbereich 18 sind in Fig. 4 vergr5Bert darge : 
stellt Die seitlichen u46rrnigen Fiihrungen 9 sind in 
dieser Fig. 4 nicht dargestellt 19 ist die Profilinnenbrek 
te, die so groB gewahlt wird, daB ein Einschieben mittels 
einer automatischen Vorrichtung mdglich ist. 

Durch das Befestigen der Leiterplatte 15 nur an der 
AbschluBleiste 10 haben drei Seiten der Leiterplatte alle 
Freiheitsgrade fur kleine Bewegungen. Beschadigungen, 
die dann auf treten, wenn die Leiterplatte an mindestens 
zwei gegeniiberliegenden Randern befestigt wird, ent- 
fallen hier vollig. 

Trotz der nur einseitigen Befestigung halt auch eine 
sehr diinne Leiterplatte den seitlich auf sie wirkenden 
Kraften 6, so wie sie in Fig. 1 eingetragen sind, Stand. 
Dies ist ein iiberraschender Effekt Zu vermuten ware 
gewesen, daB fur diinne Leiterplatten nur eine Losung 
nach der Fig. 1 anwendbar ist Und gerade diese be- 
kannte Losung erwies sich fiir sehr diinne Leiterplatten , 
wie oben bereits ausgefuhrt, als nicht praktikabel. Mit 
der erfindungsgemaBen Vorrichtung gelingt es erstmals, 
auch sehr diinne Leiterplatten in vertikal arbeitenden 
Galvanisieranlagen zu behandeln. 

Paten tanspriiche 

1. Vorrichtung zum Stabilisieren von dunnen Lei- 
terplatten wahrend der chemischen und elektrolyti- 
schen Behandlung in vertikal arbeitenden Galvano- 
anlagen, dadurch gekennzeichnet, daB fiir jede 
Leiterplatte ein Stabilisierungsrahmen mit dreisei- 
tig u-formigem Profil zum losen Einschieben und 
Fiihren der Leiterplatte und einer unprofilierten 
AbschluBleiste an der vierten Seite zur einseitigen 
Befestigung der Leiterplatte an dieser AbschluBlei- 
ste vorgesehen ist 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB fiir die Befestigung der Leiterplatte 
an der AbschuBleiste Klammern vorgesehen sind. 

3. Vorrichtung nach den Anspriichen 1 und 2, da- 
durch gekennzeichnet, daB in den dreiseitigen 
u-formigen Profilen Locher zum ungehinderten 
Zu- und AbfluB von Flussigkeit angebracht sind. 

4. Vorrichtung nach den Anspriichen 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB mindestens in dem unte- 
ren u-formigen Profil im Bereich des Bodens weite- 
re Locher zum ungehinderten AbfluB von Badflus- 
sigkeit angebracht sindL 

5. Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprii- 
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB der Stabi- 
lisierungsrahmen aus Metall besteht, das mit 
Kunststoff beschichtet ist. 

6. Vorrichtung nach mindestens einem der Anspru- 
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB der Stabi- 
lisierungsrahmen aus Kunststoff besteht. 

7. Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprii- 
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB der Stabi- 
lisierungsrahmen aus Metall, vorzugsweise aus 
Edelstahl oder Titan,.besteht 

8. Vorrichtung nach mindestens einem der Anspru- 
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB die GroBe 
der Offnung (19) der u-formigen Fiihrungen das 
automatische Einschieben der Leiterplatten unge- 
hindert erlaubt 
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